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内容概要

　　《微机电系统集成与封装技术基础》主要介绍微机电系统集成与封装技术。
全书包括三个部分，分别为：微机电系统集成技术基础、微机电系统封装技术基础、微机电系统集成
与封装的应用。
书中系统地叙述了微机电系统集成设计与封装技术的概念、体系结构、典型系统、所用的先进技术以
及未来的发展趋势；书中对近年来国外微机电系统集成与封装最新技术动态加以归纳总结，对相关理
论、技术进行深刻的阐述与分析。
并以大量、详实的案例，在完整的微机电系统集成与封装知识体系下，面向应用，服务社会。
　　《微机电系统集成与封装技术基础》可供微电子、微电系统等领域专业研究以及机械、物理和材
料方面研究人员参考，亦可作为相关专业高年级本科生、研究生教材。
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